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1. はじめに

　近年，スマートフォンの急速な普及に牽引され，そこに
使われる部品も小型化，薄化，高速化の技術革新が急速に
進んでいる。これらの要求を実現する方法の一つとして，
3次元実装技術が注目されている 1)。3次元に積層する技術
の一つとして，基板の内部に部品を内蔵する部品内蔵基板
が開発され，さまざまな部品内蔵パッケージが提案される
ようになった。部品内蔵基板は，従来の多層基板の製造工
程途中に部品を搭載する工程が必要となり，基板に，部品
を搭載する装置は，部品搭載工程前後の装置に仕様を合わ
せる必要が有った。そこで，基板の製造ラインを流れる基
板サイズである，560 mm × 610 mmと大型の基板への対
応，部品内蔵基板特有のフェイスアップ，フェイスダウン
実装に対応する技術，生産性と高精度化を両立した高速・
高精度化技術，100 μm以下の薄いチップをダイシングフィ
ルムからピックアップする技術を搭載したボンダーを開発

した。本論文では，このボンダーの要素技術について報告
する。

2. 部品内蔵基板の代表例について

　図 1に示す様に，部品内蔵基板はさまざまな，工法で製
造されている，1つ目は，1層目基板にチップをフェイスダ
ウンで接合し，樹脂封止，ボール搭載，個片化する工法，
2つ目は，接着フィルムがラミネートされた支持体にチッ
プをフェイスダウンで実装し，樹脂モールディング，支持
体剥離，再配線，個片化する工法，3つ目はウエハの状態
でチップ裏面にDAFを貼り付け個片化し，チップをフェイ
スアップで実装する，その後樹脂封止し再配線，支持体剥
離，個片化という工程となっている。
　フェイスダウンで実装する 1，2番目の工法では従来のフ
リップチップボンダー同様の装置構成で対応可能であった
が，フェイスアップ実装の場合，通常マウンターが用いら
れてきたが，実装精度が十分得られないことから，フェイ
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図 1.　代表的な部品内蔵基板の工法


